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Abstract (en)
[origin: WO2017077124A1] The invention relates to a treatment device (1) for treating a metal object (2) to be treated, wherein the object (2) to be
treated is a wire or a wire part, wherein the treatment comprises at least the pickling and the phosphating of the object (2) to be treated, wherein, by
means of the phosphating, a protective layer is produced on the surface of the object (2) to be treated, wherein the treatment device (1) comprises
at least the following apparatuses: a treatment container (4) for holding the object (2) to be treated and for holding a flowable treatment substance
(6), a pumping apparatus (10) for circulating at least a portion of the treatment substance (6), wherein the treatment substance (6) flows around
at least part of the object (2) to be treated, in particular the entire object (2) to be treated, wherein the treatment substance (6) is a phosphorus-
or phosphate-containing solution, in particular phosphoric acid, wherein the phosphorus- or phosphate-containing solution consists of water, in
particular deionized water, and of a reaction substance, and the reaction substance consists of phosphorus or of a phosphate and of at least one
additional substance that improves the treatment effect, in particular one or more inhibitors, wherein the fraction of the phosphorus or the phosphate
in the reaction substance is more than 98 vol% and especially preferably more than 99 vol%, wherein the reaction substance preferably has no
fractions of hydrochloric acid and sulfuric acid and preferably also no fractions of fluorine, chlorine, bromine, iodine, lead, mercury, and selenium
and wherein the reaction substance is mixed with water at a specified ratio, wherein the specified ratio lies between a lower limit and an upper limit,
wherein the lower limit is defined by a mixture at a ratio of 1 kg of reaction substance to 2 liters of water and the upper limit is defined by a mixture of
1 kg of reaction substance to 12 liters of water, and in particular the mixture has a ratio of 1 kg of reaction substance to 6 liters of water.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Behandlungsvorrichtung (1) zur Behandlung eines metallischen Behandlungsgegenstands (2),
wobei der Behandlungsgegenstand (2) ein Draht oder ein Drahtteil ist, wobei die Behandlung zumindest das Beizen und das Phosphatieren des
Behandlungsgegenstands (2) umfasst, wobei durch das Phosphatieren eine Schutzschicht auf der Oberfläche des Behandlungsgegenstands (2)
erzeugt wird, wobei die Behandlungsvorrichtung (1) zumindest die nachfolgend genannten Einrichtungen umfasst: einen Behandlungsbehälter
(4) zum Aufnehmen des Behandlungsgegenstands (2) und zum Aufnehmen einer fließfähigen Behandlungssubstanz (6), eine Pumpeinrichtung
(10) zum Umwälzen von zumindest einem Anteil der Behandlungssubstanz (6), wobei zumindest ein Teil des Behandlungsgegenstands (2),
insbesondere der gesamte Behandlungsgegenstand (2), von der Behandlungssubstanz (6) umströmt wird, wobei die Behandlungssubstanz (6)
eine phosphor- oder phosphathaltige Lösung, insbesondere Phosphorsäure, ist, wobei die phosphor- oder phosphathaltige Lösung zum einen
aus Wasser, insbesondere VE-Wasser, und zum anderen aus einer Reaktionssubstanz besteht, und die Reaktionssubstanz aus Phosphor oder
einem Phosphat und mindestens einer zusätzlichen Behandlungseffektverbesserungssubstanz, insbesondere einen oder mehrere Inhibitoren
aufweisend, besteht, wobei der Anteil des Phosphors oder des Phosphats an der Reaktionssubstanz mehr als 98% vol. und besonders bevorzugt
mehr als 99%vol. beträgt, wobei die Reaktionssubstanz bevorzugt keine Anteile von Salzsäure und Schwefelsäure und bevorzugt ferner keine
Anteile von Fluor, Chlor, Brom, Jod, Blei, Quecksilber und Selen aufweist und wobei die Reaktionssubstanz mit Wasser in einem vorgegebenen
Verhältnis gemischt ist, wobei das vorgegebene Verhältnis zwischen einer Untergrenze und einer Obergrenze liegt, wobei die Untergrenze durch
eine Mischung in einem Verhältnis von 1kg Reaktionssubstanz zu 2 Liter Wasser definiert wird und die Obergrenze durch eine Mischung von 1kg
Reaktionssubstanz zu 12 Liter Wasser definiert wird, insbesondere liegt die Mischung in einem Verhältnis von 1kg Reaktionssubstanz zu 6 Liter
Wasser vor.
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